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第2世代インバータ向け Infineon製 1200V 
SiCパワーモジュール「HybridPACK Drive CoolSiC」
構造解析レポート

製品概要

型番 ： FS03MR12A6MA1B (6-in-1 Module, Vdss＝1200V、 Id＝400A、 Ron=2.75mΩ(Typ))
・Infineon製初の車載用SiCパワーモジュール

・800V系メインインバータに対応

・「HybridPACK™ Drive CoolSiC」は現代自動車 「IONIQ5」搭載メインインバータに採用

・2021年6月から量産出荷開始

レポート内容

〇SiCパワーモジュール、搭載チップ構造解析レポート 80万円（税別）

１．モジュールはInfineon製 車載用IGBTモジュールでも採用される「HybridPACK™ Drive」
を採用し、冷却器は片側冷却となっています。モジュール断面解析では SiC-MOSのため

のダイアタッチ材料を明らかにしています。

２．モジュールレイアウトの特徴としては低オン抵抗(2.75mΩ)と高電流（400A）スイッチを実

現すると同時に大面積チップの低生産歩留まりを克服するため、マルチチップ構成となっ

ています。

３．搭載チップについてはこれまで解析したInfineon製SiC-MOSとはゲート絶縁膜やN-epi層
など膜厚が異なる箇所を確認しています。これは自動車用途の信頼性マージンに関連す

ると考えられます。
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構造解析レポートからの抜粋

セル領域 断面SEM像セル領域 平面SEM像(Poly-Siレイヤ)

チップ外周部 断面SEM像

モジュール構造模式図
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